
看
好AI潛力，臺灣已超前部署。在經濟部支

持下，工研院2019年推動成立AI晶片技術

交流平台「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip 

Taiwan Alliance；AITA，諧音「愛台聯盟」），日

前舉辦「AI on Chip成果發表記者會暨AITA會員交

流會」，展現3年多來累積的成果。

AITA除了打造完備的AI晶片與應用生態系，

更積極推動產業鏈結與國際合作，至今已有151家

會員加入，涵括IC設計、製造、封測、系統應用

及學研單位，並促成AI晶片研發投資逾新臺幣200

億元，未來預期帶動半導體創造達新臺幣2,300

億元的產值，將臺灣世界級的AI晶片技術推向國

際，在下一波AI人工智慧軍備戰中奪得先機。

經濟部次長林全能表示，近年來AI人工智慧成

為各種新興科技的重要關鍵技術，加上2022年底

OpenAI推出的ChatGPT更成功帶動話題，也讓大型

AI模型複雜運算與晶片傳輸介面速度的技術研發備

受重視，也是AITA未來要的方向。

台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群指出，AITA

聯盟成立3年以來，聯盟會員倍數成長，除了建立

AI生態系、共同發展關鍵技術外，最重要的是串連

產業合作，加速AI晶片軟硬體技術或產品開發，透

過AITA促成產業間的垂直或水平合作，產生1+1>2

之效果。

撰文／陳怡如

ChatGPT成為全球熱門，帶領AI發展進入新的高峰。近年來，AI已成為各種新興科技

的關鍵技術，臺灣在這波AI潮流中也沒有缺席。「台灣人工智慧晶片聯盟」致力於打

造完備的產學研合作生態系，並積極推動產業鏈結和國際合作，將臺灣的AI技術實力

推向國際舞台。

台灣人工智慧晶片聯盟3年有成
世界級關鍵技術搶攻 A I 商機

台灣人工智慧晶片聯盟（AITA），已有151家會員加入，不僅將臺灣世界級的AI晶片技術推向國際，在下一波AI人工智慧軍備戰中也要奪得先
機。日前舉辦「AI on Chip成果發表記者會暨AITA會員交流會」，展現3年多來累積的成果。
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工研院院長劉文雄認為，半導體是臺灣重要的

利基產業，面對AI人工智慧及5G等新科技的挑戰，

工研院與產業一同在AITA聯盟共同努力的成果，展

現三個意義：第一，後疫情時代共創共榮新模式成

形；第二，串連產業鏈上中下游，結合軟硬體搶攻

新商機常態；第三，科技助攻AI人工智慧新藍海。

工研院率先搶進次世代記憶體

進入AI世代，複雜運算也帶來耗電瓶頸，工研

院投入「CIM記憶體內運算」技術，打造新一代AI

應用情境的最佳解決方案，突破既有運算必須在處

理器及記憶體間重覆搬移的方式，直接在記憶體內

運算，運算效能提高10倍，功耗卻僅有十分之一。

鎖定未來AI最常見的影像與聲音的智慧分析，

目前工研院已將這項技術率先試用於電池驅動裝置

上的關鍵字語音辨識，只要對著裝置說出關鍵字，

比如「開燈」，就能直接操控設備。

工研院長期投入下世代嵌入式記憶體MRAM開

發，掌握多項關鍵技術，能與半導體22奈米以下

的先進製程整合，適合用在車用電子、雲端資料中

心、物聯網裝置等講究高性能、高穩定度的產品。

近來工研院更攜手大廠共同開發下世代嵌入式記憶

體技術，首獲美國國防部出資合作，元件效能媲美

Intel並領先三星達20%。

打造亞洲最前瞻AI設計研發中心

隨著愈來愈多AI應用落地，如何設計出一個

運算功能強大又符合成本的AI晶片就成了關

鍵。新思科技在新竹成立「AI設計研發中

心」，加碼投資新臺幣10億元，在臺擴

增超過200人的AI研發團隊，厚實臺灣

AI人才庫。

這幾年來，新思科技與AITA聯盟成員

合作開發AI晶片關鍵技術，連結產學研推動AI

晶片設計、異質整合、AI系統軟體開發與驗證合

作；並與國內晶片設計與製造領導廠開發3奈米先

進製程設計與驗證技術，持續鞏固臺灣在半導體設

計與製造的全球領先地位。

新思科技也與工研院合作成立「人工智慧晶片

設計實驗室」，推出公版AI SoC，可協助IC設計業

者縮短30%至50%的開發時程。目前已服務創鑫智

慧、鈺立微電子、凌陽科技、天鈺科技等公司，有

效加快開發時間和提升晶片效能，協助廠商AI產品

快速進入應用市場。

全球首創指紋辨識類比AI晶片

拿起手機、辨識指紋解鎖，這個動作很多人都

不陌生。然而礙於手機螢幕空間有限，往往只能使

用小型指紋辨識感測器，識別一小部分的指紋，有

時可能誤判，形成安全疑慮。

神盾全球首創指紋辨識類比AI晶片，將人工智

慧技術與指紋感測晶片整合，提升辨識精準度，成

為全球第一個光學指紋辨識類比晶片，其辨識面積

擴大至整個手機螢幕下，並支援多指辨識，安全性

大幅提高。

這項技術需透過軟硬整合，還要考量整體系

統設計是否支援AI運算效能。神盾與力旺合作，將

指紋辨識軟體技術和非揮發性記憶體硬體技術完美

結合，展現類比AI晶片優勢，創造出低成本、低功

耗、高效能、防偽能力強的優勢產品，搶攻行動裝

置辨識系統、車用監控、安防系統及物聯網（IoT）

市場，預計2024年導入國際

大廠。

工研院投入下世代嵌入式記憶體MRAM
開發，能與半導體22奈米以下的先進製
程整合，適合用在車用電子、雲端資料

中心等講究高性能、高穩定度的產品。

「 C I M記憶體內運
算」技術率先試用於

電池驅動裝置上的關

鍵字語音辨識，運算

效能提高，功耗大幅

降低。
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